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(54) Bodenbelag

(57) Die Erfindung betrifft einen Bodenbelag umfas-
send wenigstens ein Paneel (10), das an einem Unter-
grund (20) befestigt ist, und welches sich dadurch aus-
zeichnet, dass das Paneel wenigstens ein Profilelement
(30), welches zumindest teilweise aus elektrisch leitfähi-
gem Werkstoff besteht, aufweist, wobei der Werkstoff

des Paneels einen Oberflächenwiderstand von wenigs-
tens 1 MΩ aufweist. Hierdurch ist es möglich, den Bo-
denbelag so zu optimieren, dass mögliche elektrostati-
sche Auf- bzw. Entladungen vermieden oder zumindest
stark reduziert sind.
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